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Rede des Vorstands — Hauptversammlung 4.6.2025
Dr. Klaus Fiedler (CEO) — Es gilt das gesprochene Wort.

Stand: 03. Juni 2026
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TEIL 1 — CEO DR. KLAUS FIEDLER

1 BegrifRung

(Folie: Rede des Vorstands — Dr. Klaus Fiedler)

Sehr geehrte Aktiondrinnen und Aktionare,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich begriRe Sie herzlich zur Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics SE 2026. Auch wenn
wir die Tradition in der Aula des Gymnasiums in Garbsen aus Riicksicht auf den Schulbetrieb leider
nicht fortsetzen kdnnen, freue ich mich, dass wir mit dem Hotel Wienecke einen passenden neuen
Rahmen gefunden haben.

2 Kursentwicklung

Bevor ich auf die Geschaftsentwicklung 2025 eingehe, mochte ich zunachst tGber ein Thema spre-
chen, das uns alle in den vergangenen Wochen bewegt hat: die Aktienkursentwicklung. Der ra-
sante Anstieg seit dem 13. April hat auch uns zunachst lberrascht. Ausloser waren Beitrdge in der
Fachpresse und in sozialen Medien, die die Schlisselrolle von LPKF in der Wertschdpfungskette fiir
neue Hochleistungs-Halbleiter herausgestellt und mit eigenen Thesen unterlegt haben. Das hat zu
einem starken Interesse an unserer Aktie gefiihrt: Das durchschnittliche tagliche Handelsvolumen
ist von rund 25.000 Stlick in 2025 auf etwa 400.000 Stiick in den letzten 3 Monaten gestiegen, der
Kurs hat sich seit Anfang April bis Anfang Juni nahezu vervierfacht.

Folie: Kursentwicklung

Wir sind davon ausgegangen, dass ein solcher Kurssprung erst mit der Veréffentlichung einer kla-
ren Botschaft einsetzen wiirde: ,LPKF erhalt Auftrage fir Systeme zur Produktion von Hochleis-
tungschips”. Der Kapitalmarkt ist dieser Nachricht vorausgeeilt. Uns ist bewusst, dass wir diese
fundamentale Unterlegung liefern missen —und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das in diesem
Jahr gelingen wird.

Wir freuen uns Uber die groBe Aufmerksamkeit privater und institutioneller Investoren weltweit
und nutzen das Momentum sehr aktiv, um unsere Equity Story bei neuen Investoren zu platzieren.
Gleichzeitig mochte ich klarstellen: Unser zentrales Ziel ist die nachhaltige Steigerung des Unter-
nehmenswerts durch erfolgreiche Vermarktung unserer Technologien und Systeme. Den Kapital-
markt wollen wir vor allem durch belastbare Fakten liberzeugen — insbesondere durch Auftrags-
eingange, Umsatzwachstum, Margenentwicklung und die konsequente Umsetzung unserer Strate-
gie. Hierzu informieren wir alle Investoren transparent und zeitnah tiber die etablierten Kanale der
Finanzkommunikation.

3 Status und strategische Ausrichtung

Folie: Status und strategische Ausrichtung der LPKF SE

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich von der Bérse zur operativen Entwicklung von LPKF
Uberleiten. Ich weiR, dass wir lhre Geduld in den vergangenen Jahren gefordert haben. Auch 2025
ist es uns im Konzern nicht gelungen, unsere eigene Prognose zu erfiillen und den Umsatz spirbar
zu steigern. Dementsprechend genligt auch unsere Profitabilitdt noch immer nicht dem Anspruch

2112 LPKF-intern



[ ]
Investor Relations — HV 2026 — CEO Klaus Fiedler L p I( —

eines Technologiefiihrers. Das ist fiir Sie als Aktionarinnen und Aktionare unbefriedigend — und fiir
uns ebenfalls.

Natirlich wirken auf unser Geschaft externe Faktoren ein, die wir nicht steuern kénnen, etwa zu-
nehmende geopolitische Spannungen, handelspolitische MaBnahmen wie US-Zolle oder die Aus-
wirkungen aktueller Konflikte, zum Beispiel im Nahen Osten. Wo Rahmenbedingungen schwierig
sind, reagieren wir mit konsequenter Effizienz und Kostendisziplin. Gleichzeitig bleibt unser Blick
klar nach vorn gerichtet: Wir arbeiten an einem strategischen Zielbild, das LPKF wieder auf einen
profitablen Wachstumspfad bringt.

LPKF steht seit 50 Jahren fiir starke Innovationen und dafir, etablierte Technologien zu verdran-
gen und in Nischen die Marktflihrerschaft zu Gibernehmen. Genau darin liegt aber auch eine Gren-
ze: Viele dieser Nischen sind weitgehend adressiert und bieten allein nicht genug Potenzial fiir
weiteres profitables Wachstum und Skaleneffekte. Deshalb richten wir das Unternehmen neu aus.
Wir Gibertragen unseren bewahrten Ansatz — mit disruptiven Technologien fliihrende Positionen zu
erreichen — auf deutlich groBere Markte, insbesondere im Bereich Halbleiter, und straffen gleich-
zeitig unser Kerngeschaft. Gelingt uns dieser Schritt, konnen wir die Skalierbarkeit unseres Ge-
schaftsmodells nutzen und mittelfristig wieder angemessene zweistellige EBIT-Margen erreichen.
Im weiteren Verlauf meiner Ausfiihrungen werde ich lhnen zeigen, wo wir hier stehen und welche
konkreten Fortschritte wir bereits erzielt haben.

4 Jubilaum

Folie: 50 Jahre LPKF

LPKF feiert in diesem Jahr sein 50-jahriges Bestehen. 1976 legte der Bauingenieur Jirgen Seebach
in Hannover mit der ersten Leiterplattenkopierfrase den Grundstein fir die Entwicklung unseres
heute weltweit filhrenden Technologiekonzerns. Wir danken den Griindern der LPKF — Jlrgen
Seebach, Klaus Barke, Bernd Hildebrandt und Klaus Silter — fiir ihren Mut, ihre Weitsicht und ihren
Unternehmergeist. Ebenso gilt unser Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesen
flinf Jahrzehnten mit ihrem Engagement, ihrer Kreativitat und ihrer Ausdauer zu dieser Erfolgsge-
schichte beigetragen haben.

Gleichzeitig haben wir uns bewusst entschieden, in diesem Jahr der Transformation und der
schmerzlichen Einschnitte auf eine groRRe Jubildumsfeier zu verzichten. Im Mittelpunkt stehen jetzt
die Neuausrichtung des Unternehmens und die Rickkehr zu profitablem Wachstum. Ich bin zuver-
sichtlich, dass wir die Feier zu einem spateren Zeitpunkt angemessen nachholen werden — dann,
wenn wir LPKF wieder nachhaltig auf einen profitablen Wachstumskurs gebracht haben.

5 Uberblick iiber das Kerngeschift

Sehr geehrte Damen und Herren, ich méchte IThnen nun einen Gesamtiiberblick tiber LPKF geben.
Zunachst werde ich auf unser Kerngeschaft eingehen und anschlieBend ausfiihrlicher unsere Akti-
vitdten im Bereich Advanced Packaging flir Halbleiter darstellen.

Im Anschluss wird mein Kollege, unser Finanzvorstand Peter Miimmler, der nun seit gut einem
Jahr Teil des Vorstands ist, die finanzielle Entwicklung im Geschaftsjahr 2025 und im ersten Quar-
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tal 2026 vorstellen und dabei insbesondere auf unser Transformationsprogramm North Star ein-
gehen.

Zum Schluss werde ich lhnen unseren Ausblick auf das laufende Geschaftsjahr und die weitere
mittelfristige Entwicklung skizzieren.

Der LPKF Konzern beschaftigt heute ca. 700 Mitarbeiter weltweit und ist in Gber 60 Landern ver-
treten. Wir sind ein Technologiekonzern und ein Innovationstreiber. Es gehort zu unserer DNA, mit
disruptiven Technologien etablierte Fertigungsmethoden abzulosen. Damit sind wir in verschiede-
nen Markten zum Marktfliihrer geworden. Lassen Sie uns einen Blick auf diese Markte und auf un-
sers Kerngeschaft werden:

5.1 Development

Folie: Development

Das Segment Development ist seit der Erfindung der Leiterplattenkopierfrase 1976 ein Kernbe-
reich von LPKF. Wir entwickeln und verkaufen weltweit Systeme zur chemiefreien Herstellung von
Leiterplatten-Prototypen, bei denen Prototypen und Kleinserien mechanisch oder per Laser struk-
turiert werden. Dieses Geschaft mit Rapid-PCB-Prototyping ist stark von offentlichen Budgets ab-
hangig und damit sensibel gegeniliber der wirtschaftlichen Lage in den Regionen. LPKF ist in diesem
Bereich Weltmarktfihrer.

Folie: Kerngeschaft Rapid Prototyping

Im Geschaftsjahr 2025 entwickelte sich das Segment mit einem Umsatzanteil von 24 % insgesamt
positiv: Nordamerika war in den ersten neun Monaten besonders dynamisch, wahrend Asien ver-
halten blieb. Der Government Shutdown in den USA von Anfang Oktober bis Mitte November hat
das vierte Quartal splirbar belastet, da Investitionen verschoben wurden.

Im ersten Quartal 2026 verzeichneten wir im Segment Development eine gute Auslastung und
einen deutlich hoheren Auftragseingang als im Vorjahreszeitraum. Wesentlich dazu beigetragen
haben verschobene Investitionsentscheidungen infolge des Government Shutdowns in den USA,
die nun nachgeholt werden. Zusatzlich setzt sich der bereits 2025 beobachtete Anstieg der Auftra-
ge aus dem Defense-Bereich fort. Ergdanzt wird dies durch eine weiterhin solide Nachfrage von
Forschungseinrichtungen und Entwicklungsabteilungen, die unsere Systeme fiir das Rapid PCB
Prototyping nutzen. Weltweit werden Institute und Forschungseinrichtungen maRgeblich staatlich
finanziert; trotz geopolitischer Herausforderungen erwarten wir aktuell nur geringe Auswirkungen
auf das Investitionsverhalten, beobachten die Situation — insbesondere in den USA und mit Blick
auf den Irankonflikt — aber sehr aufmerksam.

5.1.1 Arralyze

Im vergangenen Jahr haben wir entschieden, unsere Aktivitaten im Bereich der Biotechnologie
nicht weiterzuverfolgen. Wir haben ARRALYZE Uber drei Jahre intensiv weiterentwickelt, es ist uns
aber nicht gelungen, auRerhalb von einzelnen Leitkunden die notige Breite in der Marktdurchdrin-
gung zu erreichen. Vor diesem Hintergrund war es aus unserer Sicht im Interesse des Unterneh-
mens und damit auch in lhrem Interesse als Aktionarinnen und Aktionare, die begrenzten Res-
sourcen konsequent auf unsere wachstumsstarksten und strategisch wichtigsten Felder — insbe-
sondere im Halbleiterbereich — zu konzentrieren. Diese Entscheidung war nicht einfach, sie ist
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aber Ausdruck einer klaren Priorisierung: Wir beenden Projekte, die unsere Rendite- und Risikokri-
terien nicht erfillen, und fokussieren uns auf die Bereiche, in denen wir mit unserer Technologie
einen strukturellen Unterschied im Markt machen und nachhaltigen Wert schaffen kénnen. Wir
befinden uns mit potenziellen Partnern in Europa und den USA in Gesprachen, um eine externe
Fortsetzung des Geschaftsbereichs zu evaluieren.

5.2 Electronics

Folie: Electronics

Im Segment Electronics blindeln wir alle Losungen fiir die Serienfertigung elektronischer Module —
insbesondere das prazise Laserschneiden von Leiterplatten und die Herstellung hochgenauer Lot-
pastenschablonen. Der SMT-Markt war 2025 anspruchsvoll: Die Folgen der US-Zollpolitik waren
weltweit spurbar und fiihrten in mehreren Regionen zu stornierten oder verschobenen Kunden-
projekten. Vor allem im zweiten Quartal sorgte die erhéhte Unsicherheit fiir deutliche Investiti-
onszurickhaltung, auch im Servicegeschaft.

Folie: Nutzentrennen

Trotz dieses Umfelds hat sich unser Geschaft mit Systemen zum Schneiden von Leiterplatten im
vergangenen Jahr positiv entwickelt. Mit dem CuttingMaster 2000 verfligen wir Gber ein technolo-
gisch fihrendes Lasersystem, das herkdmmliche Verfahren der Leiterplattenvereinzelung klar
Ubertrifft. Immer mehr Elektronikhersteller stellen deshalb auf Lasertechnologie um — ein Markt
mit weiterhin betrachtlichem Wachstumspotenzial.

Diese Entwicklung setzt sich im laufenden Jahr fort: Im Segment Electronics hat sich der Auftrags-
eingang im ersten Quartal 2026 deutlich verbessert. Besonders gefragt sind unsere Losungen fir
das prazise Laserschneiden von Leiterplatten, weil unsere Kunden ihre Produktion effizienter, fle-
xibler und sauberer gestalten wollen. Das zeigt: Die Investitionszuriickhaltung der Vorjahre 16st
sich splirbar, und unsere Laser-Systeme im SMT-Umfeld werden als technologisch flihrende und
wirtschaftlich sehr attraktive Alternative wahrgenommen.

5.3 Welding

Folie: Welding

Im Segment Welding entwickeln und verkaufen wir Systeme zum Laserstrahl-KunststoffschweilSen.
Damit fligen wir Kunststoffteile prazise, partikelfrei und ohne Chemie zusammen — bei minimaler
thermischer Belastung der Bauteile. Unsere Kunden sind vor allem Consumer-Electronics-
Hersteller, Automobilzulieferer und Unternehmen der Medizintechnik.

Welding ist im Konzern weiterhin am starksten von der schwachen Automobilindustrie betroffen.
2025 ist es uns jedoch gelungen, ein erfolgreiches Geschaft mit Schweisystemen fiir Consumer-
Electronics-Anwendungen aufzubauen. Der Auftragseingang lag deutlich Gber dem Vorjahr; zusatz-
lich haben neue Projekte in Smart-Robotics-Anwendungen fiir positive Impulse gesorgt.

Die guten Fortschritte in Medizintechnik, Unterhaltungselektronik und Smart Robotics bestatigen
unsere strategische Ausrichtung. Gleichzeitig bleibt der Automobilmarkt ein wichtiger Absatzbe-

reich mit zahlreichen langjahrigen Kunden, die wir weiterhin eng begleiten — auch wenn wir der-

zeit keine grundlegende Erholung sehen, die kurzfristig neues Wachstum bringen wiirde.
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Im Rahmen unseres North-Star-Projekts haben wir im Segment Welding am Standort Firth struk-
turelle Veranderungen umgesetzt. Ziel ist es, die Profitabilitat nachhaltig zu erhéhen, unsere Posi-
tion in attraktiven Anwendungen aulerhalb der klassischen Automobilindustrie zu starken und die
Organisation schlanker und effizienter aufzustellen. Erste Schritte sind erfolgreich umgesetzt, die
Malnahmen greifen. Im ersten Quartal konnte Welding eine gute Auslastung mit GroRBprojekten
im Bereich Smart Robotics verzeichnen — ein wichtiger Baustein, um das Segment klar auf profitab-
les Wachstum auszurichten.

5.4 Solar

Folie: Solar

Im Segment Solar entwickeln und fertigen wir Systeme, mit denen groRRe Glassubstrate fiir Dinn-
filmsolarmodule schnell und hochprazise bearbeitet werden. Mit unseren Scribingsystemen sind
wir seit vielen Jahren Technologie- und Marktfiihrer: Sie erzeugen feine Strukturen auf grof3en
Modulen, steigern den Wirkungsgrad der Zellen und senken die Stlickkosten — ein klarer Wettbe-
werbsvorteil fir unsere Kunden.

Folie: Kerngeschaft Dinnschicht Solarmodule

Die Solartechnologie entwickelt sich dynamisch weiter. Besonders Perowskit-Solarzellen gelten als
vielversprechende neue Technologie mit hoher Effizienz und potenziell niedrigeren Herstellungs-
kosten. Perowskit-Solarzellen verwenden Materialien mit einer speziellen Kristallstruktur, um
Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und
kostengtinstige Herstellung aus. LPKF beschaftigt sich seit langem intensiv mit diesem Feld und ist
in der Lage, auch fiir diese neue Zellgeneration geeignete Losungen anzubieten.

2025 lag der Umsatz in der ersten Jahreshilfte noch im Rahmen der Planung, getragen von GroR-
auftragen aus dem Vorjahr. Gleichzeitig blieb der Auftragseingang flir Neumaschinen deutlich hin-
ter den Erwartungen; ein starkes Ersatzteil- und Servicegeschaft wirkte stabilisierend. In China
verscharft sich der Wettbewerb, weshalb wir mit der Allegro ESSENTIAL ein kostengiinstigeres
Basissystem speziell fir diesen Markt eingefiihrt haben.

Die zentrale Herausforderung ist der absehbare Technologiewechsel hin zu Perowskit-basierten
Modulen. Die daraus resultierende Investitionszurilickhaltung bei Hochvolumenanlagen bremst
aktuell die Nachfrage, und das schwache Solargeschaft ist malRgeblich verantwortlich fir unsere
konservative Umsatzprognose fiir 2026. Aufgrund der attraktiven Perspektiven bleiben wir jedoch
klar investiert in diese Technologie, sind bereit, diese Durststrecke auszuhalten und setzen darauf,
vom erneuten Wachstum mit Perowskit-Losungen lGberproportional zu profitieren.

6 Semiconductor

6.1 Advanced Packaging fur Halbleiter

Folie: Advanced Packaging fiir Halbleiter

Sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir nun zu unserem wichtigsten Wachstumstreiber und
dem Zukunftsthema bei LPKF: Das ist der fundamentale Wandel im Halbleitermarkt hin zu glasba-
sierten Halbleiter-Modulen. Getrieben von ,Next Generation Computing”, kiinstlicher Intelligenz
und rasant wachsenden Datenmengen stellt sich die Branche strategisch auf Advanced Packaging
mit Glas ein — die gesamte Wertschopfungskette befindet sich daher in einem Transformations-
prozess, der viele Chancen flir neue Marktteilnehmer bietet. Ich méchte lhnen im Folgenden ge-
nauer erldautern, was hier passiert.
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Folie: Entwicklung im Electronic Packaging

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Advanced Packaging? Dieses Bild zeigt die Entwick-
lung, die in der elektronischen Verpackung von Chips oder Halbleitern stattgefunden hat, sehr gut.
In den 80er-Jahren diente die Verpackung von Halbleitern in erster Linie dem Schutz der Chips —
vor mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit, Verunreinigungen. Die GroRe der Gehause und die
Dichte der Platzierung auf den Leiterplatten spielten eine eher untergeordnete Rolle. Heute ist die
Situation grundlegend anders: Die Chips selbst sind so weit miniaturisiert, dass sie sich physikalisch
kaum noch weiter verkleinern lassen. Der nachste Leistungssprung entsteht daher nicht mehr pri-
mar auf dem Chip, sondern durch die Art und Weise, wie viele dieser Chips hochverdichtet zu-
sammengebracht und architektonisch clever verschaltet werden.

Folie: Die Musik spielt im Backend

Diese Grafik eines fihrenden taiwanesischen Halbleiterherstellers macht sehr anschaulich deut-
lich, welche zentrale Rolle das Packaging heute fiir die Leistungsfahigkeit moderner Chips spielt.
Auf der Ebene des eigentlichen Halbleiterchips selbst lassen sich nur noch vergleichsweise geringe
Leistungssteigerungen erzielen — der wesentliche Hebel liegt im Packaging, also im sogenannten
,Backend” der Wertschopfungskette. Genau hier, in der Architektur der Hochleistungschips liegt
heute der entscheidende Hebel fiir Performance, Energieeffizienz und Systemkosten. Und genau
in diesem Bereich, im Advanced Packaging, ist LPKF mit seinen Technologien positioniert.

LPKF hat diesen Trend frih antizipiert. Wir sind (iberzeugt, dass Glas als tiberlegenes Material die
Architektur von Hochleistungschips grundlegend verandern und neue Wertschopfung im Advan-
ced Packaging erschliefen wird. Heute ist klar: Diese Prognose ist keine Einzelmeinung von LPKF
mehr, sondern wird von allen relevanten Akteuren im Markt strategisch vorangetrieben.

Folie: Glas als wichtiger Enabler fir Kl

Eine Schlisselrolle spielt dabei Glas als neues Substratmaterial. Glas bietet hervorragende dielekt-
rische Eigenschaften, hohe Mal3- und Formstabilitdt und eine sehr gute thermische Performance —
alles zentrale Voraussetzungen, um Hochleistungschips dichter zu integrieren, schneller zu machen
und gleichzeitig energieeffizient zu halten. Bisher war Glas jedoch schwer zu bearbeiten, ohne Ris-
se oder Mikroschaden zu erzeugen. Genau hier setzt unsere LIDE Technologie an: Sie ermdglicht
die hochprazise, rissfreie Strukturierung und Durchkontaktierung von Glas und macht es damit fir
das Advanced Packaging liberhaupt erst industriell nutzbar. Auf dieser Kompetenz bauen wir unse-
re Position im entstehenden Glasmarkt Schritt fur Schritt weiter aus.

Folie: Vom Labor in die Serienproduktion

Wir haben diese Technologie iber mehr als zehn Jahre im eigenen Haus entwickelt und konse-
guent zur Marktreife geflihrt. Heute verfligen wir Giber einen erprobten, industrietauglichen Pro-
zess, der nicht mehr im Laborstadium ist, sondern sich im praktischen Einsatz bewahrt hat. Allein
in den vergangenen zwei Jahren haben wir rund zwei Dutzend Systeme an eine Vielzahl von Kun-
den fir Test- und Qualifikationszwecke verkauft — und damit bereits signifikante Umsatze erzielt.
Diese neuen Kundenbeziehungen zu flihrenden Halbleiterherstellern wollen wir nun strategisch
nutzen: Ziel ist es, auf Basis der erfolgreichen Qualifikation gemeinsam den Schritt in die Volu-
menproduktion zu gehen, weitere Prozessschritte wie Singulation und Glas-Bonding zu platzieren
und uns so als langfristiger Technologie- und Systempartner im Glas-Advanced-Packaging zu etab-
lieren.
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Aktuell befinden wir uns mit mehreren Kunden in konkreten Verhandlungen lber erste Folgeauf-
trage fiir Maschinen, die im geplanten Ramp-up in die Volumenproduktion eingesetzt werden sol-
len. Wenn wir diese Auftrage gewinnen, erreichen wir einen strategisch zentralen Meilenstein:
den Einstieg unserer Technologie in die Serienfertigung im Halbleiterbereich. Wer es in dieser In-
dustrie einmal in die Produktion geschafft hat, wird dort in der Regel nicht so schnell wieder er-
setzt, sondern wachst mit dem Markt mit.

Sicherlich fragen Sie sich, ob LPKF der einzige Anbieter fiir diesen Prozess ist. Nein, selbstverstand-
lich gibt es Wettbewerber in diesem Feld. Nach unserem heutigen Kenntnisstand liegen deren
Entwicklungsstande jedoch um einige Jahre hinter unserer Technologie zuriick. Zudem miissen sie
unsere umfangreichen Schutzrechte respektieren — sie kdnnen unsere patentierten Losungen also
nicht einfach kopieren und sind damit in der Regel auf weniger leistungsfahige Prozessansatze
angewiesen. Gleichzeitig sind wir Gberzeugt, dass sich ein globaler Markt dieser GréRenordnung
nicht dauerhaft auf Basis einer einzigen Quelle aus Niedersachsen entwickeln wird; das Risiko ei-
ner Single Source ware fir die groen Endkunden schlicht zu hoch. Insofern begriiRen wir seriése
Wettbewerber, die zur Etablierung dieses neuen Segments beitragen. Klar ist aber auch: Wo unse-
re Patente verletzt werden, gehen wir mit aller Konsequenz und rechtlichen Scharfe dagegen vor.

Wir sind davon Uberzeugt, dass wir Mitbewerber brauchen und trotzdem sehr gute Wachstums-
moglichkeiten haben. Bereits jetzt haben wir unser Angebot iber einen einzelnen Prozessschritt
hinaus erweitert — mit Technologien fiir das Singulieren glasbasierter Packages, das laserbasierte
Bonden von Multilayer Glass Stacks. Im Kern geht es darum, unsere Rolle im Advanced-Packaging
von einem Spezialprozessanbieter hin zu einem umfassenderen Systempartner auszubauen.

Folie: Vom Spezialprozess zum Systempartner

6.2 Tensor Ablation

Beim Thema Singulation sprechen wir Gber das prazise Vereinzeln glasbasierter Packages und Sub-
strate. Heute werden diese Schritte Gberwiegend mit klassischen, mechanischen Verfahren durch-
gefuhrt, die bei diinnem Glas und hochintegrierten Strukturen schnell an Grenzen stolRen — Risse,
Ausbriiche, Partikel, begrenzte Prazision. Unser Ziel ist es, laserbasierte Singulationsprozesse an-
zubieten, die diese Schwachen tiberwinden: saubere, definierte Kanten, minimaler thermischer
und mechanischer Stress und damit héhere Ausbeute und Zuverladssigkeit beim Kunden. Damit
schliefen wir im Prozessfluss nach LIDE einen logischen nachsten Schritt und erhéhen den Wert-
beitrag von LPKF deutlich.

6.3 Tensor Bonding

Beim Glas-Bonding geht es um das hochprazise Fligen und Verbinden von mehreren Glasschichten
(,Multilayer Glass Stacks“) und gegebenenfalls weiteren Materialien zu komplexen, dreidimensio-
nalen Packaging-Strukturen. Hier arbeiten wir an laserbasierten Verfahren, mit denen sich solche
Glasstapel sehr exakt, verzugsarm und prozesssicher verbinden lassen — eine Voraussetzung fir
viele zukiinftige Architekturen, etwa fiir Hochgeschwindigkeits-Interposer oder Co-Packaged Op-
tics auf Glas-Substraten.

Beide Themen — Singulation und Glas-Bonding — sind damit konsequente Erweiterungen rund um
unseren LIDE-Kernprozess. Sie starken unsere Position als Schllisselpartner im
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Glas-Advanced-Packaging, erhohen die Relevanz von LPKF in der Wertschdpfungskette und schaf-
fen zusatzliche, skalierbare Umsatz- und Ertragspotenziale, wenn der Markt fur glasbasierte Pack-
aging-Lésungen in die Breite geht.

6.4 Co-Packaged Optics

Folie: Co-Packaged Optics: LPKF positioniert sich fiir den ndachsten Technologiesprung

Wir haben in diesem Markt noch ein weiteres sehr spannendes Thema auf dem Radar, das zeitlich
weiter in der Zukunft liegt: Das sind die sogenannten Co-Packaged Optics. Wenn man Glas einmal
als Substratmaterial in der Halbleiterarchitektur etabliert hat, ist dieser Schritt nur folgerichtig.
Denn Glas eignet sich nicht nur aufgrund seiner elektrischen Eigenschaften, seiner Stabilitat und
Ebenheit — es ist zugleich ein hervorragendes Medium fir die Fiihrung und Formung von Licht. Bei
Co-Packaged Optics werden optische Komponenten direkt in unmittelbarer Nahe zu Hochleistung-
schips integriert und ersetzen herkdmmliche elektrische Verbindungen durch schnellere, energie-
effizientere optische Links. Glas-Substrate konnen dabei zugleich die elektrischen und die opti-
schen Funktionen Gbernehmen — Leiterbahntrager, Wellenleiter und optische Schnittstelle in ei-
nem.

Wir sehen, dass in diesem Bereich derzeit weltweit intensiv geforscht und in sehr unterschiedliche
technische Ansatze investiert wird. Noch ist nicht absehbar, welche konkreten Integrationskonzep-
te und Fertigungsmethoden sich am Ende industriell durchsetzen werden. Deshalb ist es zum heu-
tigen Zeitpunkt noch zu frih fir LPKF, sich auf eine spezifische Methode festzulegen. Stattdessen
beobachten wir die Entwicklungen sehr genau, bringen unser Know-how gezielt in ausgewahlte
Kooperationen ein und halten uns die Flexibilitat offen, unsere Glas- und LIDE-Kompetenz auf die-
jenigen Ansatze zu fokussieren, die sich als technologisch und 6konomisch fiihrend herauskristalli-
sieren.

6.5 Display

Folie: LIDE: Technologie mit breiter Anwendungsbasis

Unsere patentierte LIDE-Technologie erschlie8t neben dem Advanced Packaging weitere attraktive
Anwendungsfelder. Strategisch fokussieren wir uns aufgrund der verfiigbaren Kapazitaten derzeit
vor allem auf das Wafer-Level- und Panel-Level-Packaging. Ich mdchte lhnen ein kurzes Update
zum Thema Display geben. Im Bereich Display arbeiten wir mit einem weltweit fihrenden Display-
und Halbleiterhersteller zusammen. Das war fiir uns ein erster Schritt in Richtung Serienfertigung
von faltbaren Displays aus Glas. Hier wird die Markteinfihrung von unserem koreanischen Partner
vorangetrieben und hat sich bisher langsamer als erwartet entwickelt.

Sehr geehrte Aktiondrinnen und Aktionare, nach diesem Uberblick tiber unsere strategische Aus-
richtung und unsere Geschaftsentwicklung und unsere technologischen Chancen mochte ich nun
den Blick auf die finanzielle Entwicklung von LPKF richten.

Nach Jahren der Stagnation ist flir uns entscheidend, dass sich unsere strategischen MaRnahmen
klar in den Zahlen widerspiegeln —in Wachstum, Profitabilitat und finanzieller Stabilitat.
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Um lhnen die Ergebnisse des vergangenen Geschaftsjahres, die Entwicklung im ersten Quartal so-
wie unsere finanziellen Schwerpunkte fiir die kommenden Monate im Detail vorzustellen, tGberge-
be ich nun an unseren Finanzvorstand, Peter Mimmler.

7 Rede CFO PETER MUMMLER (separates Dokument)

8 Ausblick

Folie: Ausblick
Sehr geehrte Damen und Herren,

lassen Sie mich zum Abschluss noch einen Blick auf das Umfeld werfen, in dem wir uns bewegen,
und darauf, was das fir LPKF bedeutet.

Wir alle erleben derzeit anspruchsvolle wirtschaftliche Rahmenbedingungen, und das ist milde
ausgedruckt. De Fakto haben wir ein in vielerlei Hinsicht krisengeschitteltes wirtschaftliches Um-
feld: geopolitische Spannungen, anhaltende Handelskonflikte, militdrische Konflikte mit erhebli-
chen Auswirkungen auf Preise, ein wieder steigendes Inflationsrisiko, héhere Zinsen (?), und spezi-
ell in Deutschland einen Reformstau, der sich absehbar nicht auflost. Das alles fihrt zu einer Ver-
unsicherung der Akteure in der Wirtschaft und einer spiirbaren Investitionszurlickhaltung in vielen
Industrien. Fir ein exportorientiertes Technologieunternehmen wie LPKF heil3t das: wir sind von
diesen Krisen und Unsicherheiten direkt betroffen — in unseren Absatzmarkten, in Lieferketten und
in der Planbarkeit von Kundenprojekten.

Gleichzeitig sehen wir: unsere strukturellen Wachstumstreiber bleiben intakt und unsere Produkte
sind auch in Krisenzeiten fiir unsere Kunden unverzichtbar. Die Nachfrage nach leistungsfahigeren
Halbleitern, nach Prazisionsfertigung, nach effizienter und nachhaltiger Produktion besteht und
wachst. Genau hier sind unsere Losungen positioniert.

Folie: Prognose und mittelristiger Ausblick

Fiir das Geschaftsjahr 2026 haben wir folgende Prognose veroffentlicht: wir erwarten einen Kon-
zernumsatz zwischen 105 und 120 Mio. EUR und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -3,0 % und
4,5 %. Diese Prognose ist bewusst konservativ und realistisch formuliert. Wir blenden die Risiken
nicht aus, insbesondere nicht die aktuell schwachere Entwicklung im Solargeschaft, die wir opera-
tiv und kommerziell kompensieren missen. Wichtig ist auerdem: Die derzeit laufenden Umstruk-
turierungsmalRnahmen kosten zunachst Geld und werden im Jahr 2026 noch nicht in vollem Um-
fang wirksam sein. Wir investieren jetzt in die Verschlankung unserer Strukturen, in Effizienz und
Fokussierung — die vollen Ergebnisbeitrage aus diesen MalRnahmen erwarten wir erst in den Folge-
jahren.

Gleichzeitig berlicksichtigen wir in dieser Prognose noch nicht jede potenzielle Upside. Denn wir

sehen klare Chancen im Bereich Advanced Packaging fir Halbleiter. Mit anderen Worten: Die
Prognose spiegelt das wider, was wir auf Basis des heutigen Auftrags- und Projektbildes verant-
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wortungsvoll zusagen kdnnen — sie |asst aber bewusst Raum nach oben, wenn sich die Dynamik im
Advanced-Packaging-Geschaft schneller als erwartet entfaltet.

Unser mittelfristiges Ziel ist es, eine zweistellige EBIT-Marge im Konzern bis 2028 zu erreichen.
Dieses Ziel behalten wir trotz der aktuellen Belastungen, insbesondere im Solargeschaft, unveran-
dert im Blick. Dabei setzen wir auf drei Treiber: Durchbruch unserer Technologien fiir das Advan-
ced Packaging mit Glas in die Produktion von Hochleistungschips, profitables Wachstum im Kern-
geschaft sowie eine strikte Kostendisziplin.

Folie: Dank

9 Dank

Sehr geehrte Aktiondrinnen und Aktionare,

ich danke Ihnen im Namen des Vorstands sehr herzlich fur Ihr Vertrauen, Ihre Ausdauer und lhre
Loyalitat in herausfordernden Zeiten. Wir wissen das sehr zu schatzen und hoffen, dass Sie uns
auch kunftig auf unserem Weg begleiten werden.

Mein Dank gilt ebenso den Mitgliedern des Aufsichtsrats fur die stets konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.

Lieber Dirk, im Namen des Vorstands und der gesamten Belegschaft mochte ich dir meinen auf-
richtigen Dank aussprechen. Dein strategischer Weitblick und deine analytische Starke waren dem
Vorstand stets eine grofSe Hilfe. Besonders wertvoll war flir mich die menschlich hervorragende
Zusammenarbeit, die jederzeit von Vertrauen und Respekt gepragt war. Wir wiinschen dir fiir dei-
nen weiteren Weg alles Gute und hoffen, dass du LPKF und unserem gemeinsamen Anliegen wei-
terhin verbunden bleiben wirst.

Lieber Arne, wir hatten bislang nur kurz Gelegenheit zum personlichen Austausch. Angesichts Dei-
ner Qualifikation, Deiner weitreichenden Erfahrung und Deiner langjahrigen Verantwortung als
CEO eines fiihrenden deutschen Halbleiterunternehmens bin ich tiberzeugt, dass Du unserem Un-
ternehmen viele wertvolle Impulse geben wirst. Peter Mimmler und ich wiirden uns sehr freuen,
wenn Du heute das Vertrauen der anwesenden Aktionarinnen und Aktionare erhalten und in den
Aufsichtsrat gewahlt wirst. Wir sind sicher, dass Dein frischer Blick und Deine ausgewiesene Exper-
tise eine grofRe Bereicherung fiir dieses Gremium darstellen. Wir freuen uns auf eine vertrauens-
volle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dir.

Mein besonderer Dank gilt auch unseren Betriebsrdten an allen Standorten fiir die gute, [6sungs-
orientierte Zusammenarbeit und ihr Engagement fiir die Interessen der Beschaftigten und unseres
Unternehmens.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich weltweit auBergewohnlich engagiert. Auch
flir sie war 2025 kein einfaches Jahr. Sie haben unsere Sparmafnahmen mitgetragen und in vielen
Fallen zusatzliche Verantwortung libernommen — das ist alles andere als selbstverstandlich. Viele
von ihnen sind zudem als Aktionarinnen und Aktiondre unmittelbar am Erfolg von LPKF beteiligt.

/12 LPKF-intern



[ ]
Investor Relations — HV 2026 — CEO Klaus Fiedler L p I( —

Das begriRen wir ausdriicklich. Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich
fr ihren Einsatz, ihre Loyalitat und ihre hohe Leistungsbereitschaft.

Ich freue mich darauf, Sie alle auf unserer nachsten Hauptversammlung wieder begriifRen zu dir-
fen — und hoffe, dass wir im Anschluss an die heutige Versammlung noch etwas Zeit fiir den per-
sonlichen Austausch am Buffet finden.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit.

Folie : Hauptversammlung
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